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Tankefel inom elektronikindustrin

Elektronikindustrin har existerat i knappt 70 ar vilket kan jamféras med
bilindustrin som introducerade sina forsta bilar for mer @n 140 ar sedan.

Elektronikindustrin dr jamfort med bilindustrin rena barnet men det finns
manga likheter och olikheter. Lat oss starta med att gora en forenklad och
fiktiv liknelse mellan bilens chassi (underrede) och ett kretskort.

bada fallen sker starten fran en botten-

platta/monsterkort for att darefter byg-

ga pa olika delar. En bil bestar av cirka
5000 delar vilket kretskorten endast har i
extrema fall. Dagens bilar kdps av en mark-
nad som dr kvalitetsmedveten och kanslig
mot driftstérningar. Detta faktum har bil-
industrin anammat och satsar stora sum-
mor pa att utveckla en plattform som skall
motsvara kundernas krav samt gemensamt
kommit ©verens om konstruktions- och
produktionsstandarder som de flesta bil-
byggare féljer till punkt och pricka. Inom
elektronikindustrin finns det IPC-standar-
der och -rekommendationer fér hur mons-
terkortet bor utvecklas och caddas, men de
flesta foredrar sina egna regler. Detta leder
i alltfr manga fall till att monsterkortstill-
verkaren far graa har i fortid och att mons-
terkortets kvalitet inte lever upp till en for-
vantad IPC-klass.

Finns det nagra exempel pa detta

forfarande? Vi fragar Rikard Wallin,
vd pa NCAB Group Sweden.

—Fo6r en tid sedan kom ett
elektronikkonstruktionsfore-
tag till oss med ett avancerat
mdonsterkort som var interna
CAM-avdelning  betraktade
som omojligt att genomfora.

Exempel pa ett bilchassi.

Kunden hade dadlig kunskap om IPC-2220
och insisterade pa att kortet skulle byggas
enligt underlagen. Vi drog oss inte ur utan
startade produktionen. Som befarat fung-
erade inte monsterkorten, det var bara att
slanga. Projektet havererade for denna
kund da slutkunden valde att avsluta sam-
arbetet med dem.

Finns det nagra exempel
pa detta forfarande?

Vi fragar Mats Pettersson,
forsdljningschef pa Teltex. )
—Allméant dr battre underlag hogsta priori-
tet. En specifikation bor bland annat inne-
halla total korttjocklek, koppartjocklekar
pa ytor och hal, ytbehandling (HAL, ENIG,
etc)och basmaterial enligt IPC-4101D. Spe-
cifikt sa har vi storst problem med l6dmas-
ken mellan footprint som ligger for nara
varandra. Minimum bor vara 100 um for att

Gra = Lodyta

Gul =50 pm 6ppning
ilodmasken

R6d =150 pm enligt
konstruktorens
gamladesignregler
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Exempel pa ett kretskort.

fa fullgod vidhaftning. Vart avstand mellan
l6dmask och kanten pa l6dytan dr 50 pm vil-
ket ger ett minimum av 200 um mellan 16d-
paddarna for att l6dmasken skall fa plats.
Konsekvensen av for sma avstand ar en
lagre yield och att kretskortstillverkaren far
kvalitetsproblem med exempelvis lodkulor
och lodbryggor och kan inte leverera krets-
korten enligt IPC-A-610F Klass 2 eller 3.

Som bekant dr fukt och salter ovdlkomna risk-
faktorer ndr det géller bristande funktion pa
grund av lackstrommar och korrosion. Bilin-
dustrin har utvecklat metoder for att minska
riskerna medan elektronikindustrin med fa
undantaglatsas somdeinte finns.

Pa bilens bottenplat placeras en rad de-
taljer for att yielden pa slutprodukten skall
vara i ndrheten av sex sigma. Biltillverkare
vérlden 6ver har ocksd insett att detaljerna
kan képas externt medan sjdlva slutmonte-

arNordens storstaoch
viktigaste motesplats for den profes-
sionella elektronikindustrin och garav
stapeln pa Kistamdssan den 19—21 april
2016. Dragplastret aren avdelning for
tvatt, renhetsmatning och lackning av
flerahundraavancerade kretskort som
tillverkas i tva stycken ytmonteringslinor
pamassgolvet. | anslutning arrangeras
SMiHandlddning samt Handlédning for
studenter.
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ringeninte [dmpar sig att lagga ut pa lego.

Elektronikindustrin ddremot placerar
sina detaljer (komponenter och kontakt-
don) pa en yta (pad eller footprint) som i
flertalet fall definieras av godtycklighet el-
ler av komponenttillverkarens teoretiska
berdkningar. | tillagg galler det att lagga ut
montering, 16dning och tvattning sa langt
fran ens egen konstruktionsavdelning som
det ar mojligt och dessutom flytta runt den
nar galoscherna inte passar langre. Resul-
tatet dr att elektronikindustrins yield rak-
nas i varsta fall till tvasiffriga procenttal
med kvalitetsbrister och héga kostnader
som resultat.

Vilka fakta grundar sig re-
kommendationerna for foot-
print pa era komponenter?
Vi fragar Martin Danielsson,
forsdljningschef pa Wiirth
Elektronik Sweden.
—Viavsatter mycket tid i laboratoriet for att
testa l6dning och utformning av monster-
kortens footprint for vara nya komponen-
ter. Detta gorsivara egnalabb med hjélp av
internationellt standardiserade lodprofiler
fran t.ex. J-STD-020 och J-STD-o075. Detta
har medfort att vara footprint fér ytmonte-
rade chipkomponenter dr mindre d@n kom-
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ponenten for att undvika bland annat Tomb
Stone. For storre och tyngre passiva kom-
ponenter dr footprintrekommendationen
storre for att komponenten ska kunna tala
stotarochvibration.

Ytterligare ett steg framat ar sammanfog-
ningstekniken dar elektronikindustrin an-
vander mjuklodning med hjalp av lodpasta
medan bilindustrin féredrar skruv, mutter
och svetsning. De senare &r vdl beprovade
metoder medan mjuklédning med hjdlp av
lodpasta endast har 25—-30 ar pa nacken.
Svagheten liggeridverforingen av lodpasta
till monsterkortet, sa kallad screentryck-
ning med hjdlp av en stencil eller som alter-
nativ jetprintning utan stencil. Det géller att
bade ha réatt positionering och volym f6r att
kunna uppna IPC Klass 2 eller 3, vilket inte
arhelt enkelt att upprepa under lang tid och
stora serier.

Vilka fordelar finns det med
screentryckning med hjalp
av en etsad stencil jamfort
med en laserskuren stencil?
Vi fragar Goran Karlstrom,
key account manager pa
HP-Etch.

—Aperturerna etsas samtidigt, de far runda

hérn, inga grader och tillsammans med en
kontrollerad slappvinkel ger det basta moj-
ligaforutsattning fortryckning av lodpasta.
Flera olika tjocklekar pd samma stencil och
extra hal utan kostnad (Tension relief) ar
andra faktorer som forbattrar yielden och
darmed okar screentryckskvaliteten vilket
drviktigt for att erhdlla lodfogar enligt IPC-
A-610FKlass 2 eller 3.

Pa den ekonomiska sidan dr skillnaden att
bilindustrin av empiriska erfarenheter ge-
nom artionden upptéck att bilens plattform
ar grunden till kvalitet och funktionsdug-
lighet. Elektronikindustrin har &nnu inte
insett sambandet mellan kvalitet och pris.

N&ar dagens bilar dr fullproppade med
elektronik uppstar en kulturchock hos bil-
industrin da det gedigna produktions- och
mekanikkunnandet méter den flummiga
elektronikvdrlden. Resultatet kan inte bli
annat an fler missnojda bildgare, men det
finns en stor forbdttringspotential, det ar
bara att ldra fran bilindustrin.

P& S.E.E. 2016 kommer hundratals krets-
kort att produceras live samt tvdttas och
lackas for att darefter undersdkas i en
mangd olika parametrar som i sin helhet re-
dovisas pa Tillforlitlighetskonferensen den
8 september 2016 pd Stockolmsméssan. W
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